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KEMORTA  DESCRIPTIVA
que se presenta para wair a la solicitud
de

PATENTE DE INVENCION

formulada el 30 de Septiembre de 1.965, con el nfm. 317,984
en

E S P 4 K 4

por VEINTE afios
a nombre de N.V. PHILIPS'GLOEILANPENIABRTIEKEN, entidad ho-
landesa, establecida en Immasingel 29, Eindhoven, Holanda,
por:
"UH KETODO DE RiECUBHRIR CONPONENTES ELECTRICOS, QUL FTENEN
HITOS CONDUCTORwS, CON Ula CAPA DE UNA RuUSINA SINTLTICAY

E1l invento se refierc a un método de recubrir
couponentes eléctricos, que tienen hilos de conexién,
con una capa de una resina sintética. Los componentes
eléctricos ha de entenderse que significan agul condensa-
dores de cerfmica, resistencias y similares, particular-
mente los componentes gue lienen pequeiias dimensiones. las
dimensiones de muchos de estos componentes no exceden de

1 cm. Los componentes eléctricos gue tienen dimensiones
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tan pequefias son particularmente adecuados para el monta-
je de paneles de conductores impresos. Los componenties

son introducidos con sus hilos de conexidn dentro de aper-
turas en el panel, después de lo cual los hilos de ébﬁéﬁién
son soldados a los conductores. En muchos casos la ais%én-
cia entre los condensadores, resistencias y otros compo-
nentes eléctricos en un circuito de conductores impresos,
es nmuy pequefia. g por lo tanto necesario proveer a 1os
componentes de una capa aislante satisfsctoria. Los coupo-
nentes pueden ser provistos de una resina sintdtica eis-
lante sumergidéndolos dentro de una laca alslante. Pussto
que usualmente los componentes Tiemen esquinas y bordes
agudos, c¢s necesario sumergir lasg partes varias veces den-
tro de la laca y secarlos entre cada immersibn, o utilizar
una laca tixotrbpica altamente viscosa, la cual vroporciona
una capa adecusdamente alslante sobre el componente, des-
puds de uns inmersibn. Desde un punto de vista de la téc-
nica de fabricacidn, particularmenie con miras a la eco-
norfa,de tiempo, el segundo métocdo es muy interesante.

IEn este segundo méiodo, sin cumbargo, es muy di-
ficil impedir que los hilos de conexién sean bambién recu-
biertos de laca. En una laca altamenie viscoss los compo-
nentes deben ser sumergidos une profundided considerabvle-—
nente mayor ¢ue la que corresponde a la dimensidn del com-
ponente en la direccldn de inmersidn junto con sl espesor
de la capa de laca a formar. Lsto da por resultado que los
hilos de conexidn son recublertos de laca en una gran dis-
tancia. S1 la secelbn transversal del hilo con la capa de
laca e¢s menor ¢ue la de la abertura en el panel de conduc-

tores impresos, la parte recublerta de laca del hilo de
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conexibn pue@e sobresalir debajo del panel, de modo que
la soldadura no proporciona ningln contacto eléctrico o
nicamente proporciona un contacto inadecwado. Si ia su~-
perficie de la seccibén excede de la superficie de lz sec—
cibn del agujero, los hilos de conexién no pueden intro-
duciree hasta una profiundidad sufiociente dentro de los
agujeros en el panel. Surgen dificulfades en el montaje
auwtomdticode las partesg en el circulito. Ademés, en uwe
laca tixotrépica se dispersa una gran cantidad de aire
durante la immersidn de los componentes en la misma, 10
cual da por resultado un recubrimiento irregular de laca
sobre los componentes.

Un objeto del invento es crear un método de
recubrir pequefios componentes eléctricos, que tienen hi-
los de conexibn, con una capa de resina sintética, en
el cual los componentes son provistos de wm recubrimiento
de tal manera que los hilos de conexién no sean recubiertos
de la resina sintétical.

Seglin el invento se consigue ésto proveyendo
a log componentes, a recubrir con lg resina sintética,
de una capa de gotitas liquidas aisgladas y, en una opera-
cibén adicional, de un polvo de la resina sintética, des-
pués de lo cual son calentados los componentes hasta que
se evapora el lliquido y se funde la resina sintética y,
si se desea, se endurece. Il tamafio de las gotitas debe
ser tan pequeiio gue no se agrupen. De esta maners se impi-
de que se forme una pelfcula 1lfquida coherente, la cual
podrla esparcirse a lo largo de los hilos de conexién,

El método seglin el invento serid descrito mis

detalladamente con referencia al dibujo adjunto y al si~
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guienie ejemplo.

31 dibujo es una vigta en perspectiva de parte
de un dispositivo para recubrir un objeto en forma de pla~
ca cor una capa de gotitas liquidas, '

Haclendo referencia al dibujo, los nlmeros de
referencia 1 y 2 designan unas toberas de pulverizgeidn
de un dispositivo (que no se representa) para atomizar
un 1fquido. & través de una abertura 5 y 6 en las mésce~
ras o pantallas 3 y 4, respectivamente, una neblina de
gotitas 1iguidas es insuflada sobre el objeto a recubrir,
el cual es guiado a lo largo de las aberturas en las pan-
tallas. De wna manera sencilla puede asegurarse que los
objetos T a 1l a recubrir son recublertos de una capa
de gotitas liquides aisladas; se encuentra que ineluso
los lados que no se enfrentan con las toberas de pulve-
rizacibn estén recublertos. Las aberturas 5 y 6 en las
pantallas 3 y 4, respectivamente, pueden ser desplazadas
relativamente entre sf. Bs venlajoso escoger el tamafio de
las aberturas mayor que las dimensiones del objeto. El
objeto debe, sin embargo, ser gulado a lo largo de las
aberturas de tal manera que los hilos de conexidn no sean
recubiertos de gotitas liquidas.

Ll dibujo muestra unos condensadores en forma
de placa formados por una placa 12 de cerfmica recubier~
ta en ambos lados de una pelicula metdlica delgada. A las
peliculas metdlicas son asegurados los hilos de conexién
13. El nfmero de referenia 14 designa las gotitas liquidas
separadas. El 1lliquido puede ser agua desionizada. Pue-
den emplearse otros lIquidos que no tengan una velocidad

de evaporacibn de-masiado alta, por ejemplo glicoles.
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Después de la aplicacibn de la capa de gotitas
liguidas, las piezas pueden ser recublertas de un polvo
de uma resina sintética en varias maneras conocidag, por
ejemplo rociando un polvo de una resina sintética sohre
ellas, haciéndola pasar a través de uma cortina de pclvo
descendente de resina sintética, sumergiéndolas en un pol-
vo de una resina sintética que puede ser arremolinada, por
una corriente de gas, en un estado fluidificado. De esta
manera se obtiene una capa de particulas de polvo que se
adhieren al objeto,

Las pantallas 3 y 4 pueden consistir en metal,
una resina sintética o vidrio.

Todas las resinas sintéticas adecuadas son aglu~-
tinantes de lacas, obtenibles en un estado pulverulento,
por c¢jemplo polietileno, cloruro de polivinilo, resina
de etoxilina, esteres celulbésicos, resina epoxidica de
gilicio, poliéterss clorados, poliamidas, todos los cuales
pueden ser mezclados con plastificantes sbélidos, por e jem~—
plo trifenil fosfato, paratolueno-sulfonamida., Tamnbién
pueden emplearse mezclas de estas resinas sintéticas.

Calentando el objeto, después de la aplica~
cidén de la capa de resina sintética, a una temperatura
adecuada, se evapora el lfquido y la resina sintética se
sinbteriza herméticamente contra el objeto. Bsto pusde lle-
varse a cabo pasando el objeto a través de un horno.

Iste procedimiento de recubrimiento puede re-
petirse varias veces hasta oblener una capa de resina sin-

tética de espesor adecuado.

Ejemplo.

Fn un caso dado las dimensiones de log conden—
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sadores 7 a 11, en forma de placa, (véase el dibujo) fue-
ron 4 x 4 x 0'1 mm. Las dimensiones de las aberturas 5y 6
15 x 40 mm, lg distancia entre las pantallas metilicas 20
mn. y el espesor de las mismas de 2 mm,

Los condensadores fueron hcchos pasar a ung
velocided de 15 mm/seg. a lo largo de las aberiuras de mo-
do gue el borde superior estidba al mismo nivel que los
bordes superiores de las aberturas 5y 6.

Después de que los condensadores hablan sido
recublertos de una capa de gotlitas de agus, fucron sumer-
gidos en un lecho fluido de granos de etoxilina y luego
intreducidos dentro de un horno de caldso. En el horno se
evapord el agua y los condensadores fueron calentados para
agrupar los granos de resina de etoxilina. Bl procedimien-
to fud repetido varias veces hasta que se habla obtenido
una capa de un espesor de 0'3 mm., de resina de etoxilina
sobre los condensgdores. Los condensadores fueron ensaya-
dos sumergiéndolos dentro de mercurio y se midid la ten~
sibén continua a la que ocurris una perforacibn, La tensiébn
de perforacibén fué en todos los pasos de por lo menos 2000
V. Con una capa de laca aplicada por immersibén la perfora-
cibn ocurrid ya algunas veces a una tensibn continua infe-
rior a 100 V,

La presente solicitud gque corresponde a la pre-
sentada en Holanda con fecha 2 de Octubre de 1.964 bajo
el N2 64.11463 se acoge a los beneficios del Articulo 51

del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos de invencibn propia y nueva que sSe
5 presentan para que sean objeto de la presente solleitud
de Patente de Invencidn en Lepafia, por VEINIE afios, son
los siguientes:
1.~ Un método de rccubrir componentes eléctri-~
cos, que tienen hilos conductores, con una capa de uwla

10 resing sintética, caracterizado porque los componentes
se recubren en una primera fase con una capa de gotitas
de 1iquido individuales y en una tapa ulterior con un
polvo de una resina sintética, después de lo cual son
calentados hasta que el lfquido se evapore y el polvo

15 de resina sintética se agrupe y, si se desea, la capa de
resina se endurcce despuds,

2.~ Un método de zecubrir componentes cléc—
tricos, que tienen hilow conductores, con una capa de
wa resina sintética.

20 Tal v como ge ha descrito en la memoria que
antecede, rerrusentada por el dibujo que se acompafia ¥
para los fines que se han especificado.

Ia presente mewmoria consta de siete hojas es-

critas a mfquina por una sola cara.

11

25 Madrid,
P.AO
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